PCB基板的选用原则
由于基板都是装载零件（尤其是SMD）的基板，根据SMD的装载形式，对基板的性能要求有以下几点：

1 外观要求

基板外观应光滑平整，不可有翘曲或高低不平，基板表面不得出现裂纹，伤痕，锈斑等不良(由于有板弯，在SMT自动上锡时就会有零件无法安装)。
2 热膨胀系数的关系

表面贴装元件的组装形态会由于基板受热后的胀缩应力对元件产生影响，如果热膨胀系数不同，这个应力会很大，造成元件接合部电极的剥离，降低产品的可靠性，一般元件尺寸小于3.2×1.6mm时，只遭受部分应力，尺寸大于3.2×1.6mm时，就必须注意这个问题。
3 导热系数的关系

贴装与基板上的集成电路等，工作时的热量主要通过基板给予扩散，在贴装电路密集，发热量大时，基板必须具有高的导热系数。
4 耐热性的关系

由于表面贴装工艺要求，一块基板至组装结束，可能会经过数次焊接过程，通常耐焊接热要达到260℃，10秒的要求。（FR-4一般为288度）

5 铜箔的粘合强度

表面贴装元件的焊区比原来带引线元件的焊区要小，因此要求基板与铜箔具有良好的粘合强度，一般要达到1.5kg／cm2以上。

6弯曲强度

基板贴装后，因其元件的质量和外力作用，会产生翘曲，这将给元件和接合点增加应力，或者使元件产生微裂，因此要求基板的抗弯强度要达到25kg／mm以上。

7 电性能要求

由于电路传输速度的高速化、要求基板的介电常数、介电正切要小，同时随着布线密度的提高，基板的绝缘性能要达到规定的要求。
8 基板对清洗剂的反应

在溶液中浸渍5分钟，其表面不产生任何不良，并具有良好的冲裁性。基板的保存性与SMD的保管条件相同。
9附件为各种基板的一般应用。

	PCB 材質及應用 

	基材 
	應用範圍 

	FR-4 
	一般性電子產品 

	FR-5 
	高耐熱性產品 

	BT 
	BGA 基板、Burn-IN 產品 

	Polyimide 85N 
	IC Burn-in、航太、軍事產品 

	Exposy 45N 
	IC Burn-in 測試板 

	Teflon 
	微波通訊、天線、高頻產品 

	Duroid 
	高頻產品 

	RO3003 
	高頻產品 

	RO4003 
	高頻產品 


说明:

聚酰亚胺 （Polyimide 85N）一般用于软板，它的化学性质比较的差，但是可以用等离子击活。

各个基板的比较例如FR-4与FR-5的不同之处,现在正在与上游厂家联系之中.等待他们的回复.
